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. Titel

' Verfahren zur Herstellung hochohmiger Leiterbahnen, Schalt--
kontakte und Kontaktkleber R
» Anwendun;s;ebietwder,Erfindun:
- Die Erfindung kann in der elektrotechnischen und elektroni-
schen Industrie zur Herstellung hodhohmiger Leiterbahnen, zur
Kontaktierung von integrierten Schaltkreisen sowie zum Here
stellen von Schaltkontakten Verwendung finden. Des weiteren
ist sie fiir eine Anwendung in der Halbleiterfertigung geeig-
net, wie z, B. bei der Montage von elektronischen Uhren, Ta-

- schenrechnern oder Eingabetastaturen fiir die Steuerung von

elektronisch gesteuerten Ausriistungen.

Charakteristik der bekanniten technischen Lisungen

Bekannt ist die Verwendung von Massen mit metallisch leitenden
Bestandteilen, wie Silberteilchen (US-Patent=4 289 534), Gold=
teilchen (US=Pgtent-4 230 493) zur Herstellung von elektrisch
leitenden Verbindungen auf Leiterplatten. | - |
Die Metalle sind entweder in Harzen (DE«0S=2 614 840)," Kleb-



 stoffen (DE-0S=2 536 361) oder Kunststoffen (DE-0S-2 166 805)
‘fein verteilt. ‘Bekannt ist auch die Verwendung ruBhaltiger
Polymermassen zur Herstellung von Heizkabeln (DE-OS-B o1 754)
,mit einem RuBanteil von 14 bis 70 Gew.% (DE=0S=2 018 825) und

‘, Zur Produktion von ummantel ten Krafttahrzeugzundkabeln

(DD-158 070) mit einem elektriachen Widerstand von 20 +~7 kSl/m.

- Ziel der Erfindung
Ziel der Erfindung ist eine einfache und billigo Herstellung

 metallfreier hochohmiger Leiterbahnen, Schaltkontakte und Kon=-
taktkleber._ '

o Aufgabe der Erfindugg
Der Erfindung liegt ‘dte Aufgabe zugrunde, die kostenintensiven

metallischen Bestandteile durch billige einheimische Rohstoffe _

T 'ga ersetzen.

fMerkmale der Erfindung S | -
'Erfindungsgemaﬁ ﬁird‘das dadurch‘erreicht,'daﬂ Massen verwendet
‘werden, deren leitfshige Komponente aus RuS= oder Graphitteile
‘chen besteht. Die elektrische Leitfihigkeit der Masse wird da-
bei durch den Anteil der leitfihigen Komponente bestimmt. .

Im allgemeinen'gibt man die spezifische Leitf&higkeit an; in-
"dem man den ohmschen Widerstand niBt und dazu die entsprechen-

. den Flédchen=- und Langeneinheiten berﬁcksichtigt.

So hat eine Leiterbahn mit etwa 60 Gew.% Graphit eine apezi-
~fische Leitfahigkeit von etwa 2 x 10{ﬂ.mm /u.

Die Graphit= und/oder RuBteilchen werden in einem flﬁssig vor=
‘liegenden Kunststoff bzw, Lack mechanisch eingearbeitet, in-
dem die Teilchen (PartikelgriBe etwa 50 um) direkt einer an
8ich bekannten Kunststoffe oder Lackmasée‘zugenischt und dise
~pergiert. werden. Zur Herstellung von an Graphit=- und/oder RuBe '
 teilchen hochkonzentrierten Kunstatorfen bzw. Lacken stellt ‘man
durch mechaniﬁchel Dispergieren zuerat eine Graphit- und/oder
*,RuBsuepension her, die ein mit dem Kunstatoff bzw, Lack ver-
traglichee Loaungsmittel sowie grenzflachenaktive Stoffe (mittel~
und/oder langkettige Fetts&uren) enthidlt, Diese Suspension

| wird dann einem an sich bekannten flﬁssigen Kunststoff bzw. Lack



)

zugemischt, wobei gegebenenfalls ein Teil der Lh@ungsmittel

entfernt wird. , : ‘
Die Art des zu verwendenden flissigen Kunststoffes bzw. Lackes |

_ richtet sich nach dem Einsatzgebiet. Beispielsweise kinnen in

"Losungsmittel geldste Nitrolacke als auch Zweikomponenten-
epoxidharz»Hart@systeme zur Anwendung kommen. Zum Einsatz konnen}f'

soWohl Tauch=, 'Spritz- als auch Streichlacke gelangen. Diese

~ lacke geben als Kontakte bzw. als Leiterbahnen eine feste Ver-
“bindung mit dem Leiterplattenmaterial, sind kratzfest, tempera-

- turbestdndig, gegen Zug- und Druckbeanspruchung widerstands-
fihig sowie ausreichend abriebfest. Reparaturen, bei denen eine.
Losung der elektrisch leitenden Verbindung notwendig wird kon- 1
nen durch Verwendung eines geeigneten Ldsungsmittels leicht
. durchgefiihrt werden, ohne da8 thermische oder mechaniache Belas- ‘
5tungen guftreten. Ein Wiederbefeatigen'erfolgt durch Benetzung
der Kontaktstelien, nachfdlgendes Auflegen und Aushérten.

Die erfindungsgemhﬁen Vorteile liegen vor allem in der Mbglich--
"keit der Verwendung von verschiedenen Kunststoffmaterialien, die
durch einen entsprechend hohen Graphitanteil leitfahig gemacht

\ werdenz

- Durch die‘yerwendung von Graphit anstelle von Gold und Silber
kommt es ,zu einer wesentlichen Kostenreduzierung.

- Bei der Leiterplattenherstellung entfallen mehrere bisher not-}, |

wendig gewesene Schritte (galvanisches Beschichten, Abdecken

. mit Fotolack, Aufbringen der Strukturen und anschlieﬁendes
Atzen),

‘= Bei der KOntaktierung von Bauelementen oder bei eventuell no~

 tigen Herausldsen dieser Bauelementen (Reparaturen) entfallt
‘die bisher durch die Benutzung von Lotzinn notwendige Wﬁrme- ‘
belastung. '

- Ebenso wie bei bisherigen Goldkontakten ist die Korrosions-
festigkeit garantiert. Die Praxis hat jedoch bewiesen, daB .
beim Vergoldungsprozeﬁ von Leiterplatten die'schbn bestehené
den und nicht zur Vergoldung vorgesehendm: Leiterbahnen in
“ihrer Oberflhche 80 beeintrichtigt werden, da8 eine thverbin-

P dung nur schwer zustande kommt, .

- Die Flexibilit#t dieser Leiterbahnen bzw. Kontakte ist besser
ala bei rein metallischen Ausfﬁhrungen.,

ra



- Das An= und Ablofén von mehreren dicht’ nebeneinander liégenw
“den Anschlﬁssen von Bauelementen wird durch die erfindungs~
gemﬁBg Lbeung stark vereinfacht. '

' usfﬂhrungﬁbeispiél :

Beispial LER : : '

20 g Graphitpulver werden in 30 g Lack auf Basis von Nitrozel-
lulose mittels einer Ultraschallwanne 20 min dispergiert . Wéhw
rend des Diapergierene werden 50 ml Azeton zugesetzt um die
,Dispersion niedrig viskos zu ‘erhal ten. Diese ‘streichfihige,
 hochohmige Suspension kann in ublichsr Weiae aufgebracht werden.

‘Beispiel 2: . | » R

25 g Graphitpulver werden unter Zusatz von 1 ml Stearinsdure in
200 ml Butylazetat mittels eines Handmixers dispergiert. In die .
Suspension werden unter schnellem Riihren 30 g Lack auf Basia von
Nitrozellulose zugemischt und weitere 10 min gertihrt. Dieser

" Lack wird auf elne. Leiterplattenschablone gespxitzt. Man erhalt -
Leiterbahnen mit einer spezifischen Leitféhigkeit von 2 x .
\1O4Ilmm2/m. Diese Leitfahigkeit ist flir die uns bekannten hoch=
ohmigen Schaltkreise gowie zur Aussteuerung von Flhasigkriatall-
Sanzeigen vdllig ausreichend.

' Beispiel.zz ‘
10 g Graphitpulver werden in die niedrig viskose Komponente
eines zweikomﬁonentenklebersydispergie:t; AnschlieBend wird die
 zwelte Kbmponente zugemischt go daB eine Masse mit 40 Gew.%
.Graphit gebildet wird. Diese viskose Masse wird relativ ‘schnell -
auf eine Leiterbahn aufgeapritzt oder iber eine Schablone auf= _
'gespachtelt. So erhalt man eine hochohmige und besonders widers=
standsféhige Leiterbahn mit einem apezifischen Widerstand von
etwa 4 x 1O4Ime2/m. ' :
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o Erfindungsanspruch

1 [ Verfahren zur Herstellung hochohmiger Lelterbahnen und/oder’

hochohmiger, korrosionsfester Schaltkontakte und Kontakt=-
kleber, dadurch gekennzeichnet daB8 ruB= und/oder graphit-
haltige Lackdispersionen mit 10 bis 90 Gew.% RuB= und/oder
Graphitgehalt durch Tauche, Spritz= oder Lotverfahren auf‘
Leiterplatten aufgebracht werden, wobsi der spezifieche

' Widerstand der mit der Leiterplatte fest verbundenen, aus-

2.

3.

 geharteten Lack&ispereion 10° bis 10§£me2/m vorzugsweise

103 bis 10°0 wme/m, betrigt.

Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet daB die -
,ausgehartete Lackdispersion thermoplastische Eigenschaften
besitzt und/oder durch geelgnete Lﬁsungsmittel von der Lei-
terplatte ablosbar ist. -

Verfahren nach Punkt 1, dadurch g@kennzeichnet,.daﬁ.die
Herstellung der ruB=- und/oder grephithaltigen Lackdisper=
gionen durch Vermischen der.RuS~ und/oder Graphitteilchen

in einem mit dem Lack vertréglichen Losungsmittel unter Zue-

4.

Batz von gr@nzfléchenaktiven Substanzen, wie mittel~ bis

1angkettigen Fettsduren erfolgt, mit anschlieBSenden mecha=
nischen Dispergleren in an sich bekannte Lackformulierungen.

Verfahren nach Punkt 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB‘
als Lackformulierungen z. B. Nitrolacke oder Epoxidharz=
2 Komponentenkleber eingesetzt werden. ' ;
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